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基于非对称竞争的 “卡脖子”产品
技术突围与国产替代

———以集成电路产业为例

刘建丽 李先军

[摘要]集成电路是数字经济时代典型的 “卡脖子”产品。在面临外部遏制的背景下,集成电

路关键核心技术突破面临先行者底层技术生态壁垒和供应链脱钩威胁,当前自主产业生态系统中存

在诸多断点卡点,国产替代缺乏有效统筹。因此,需立足于完善的产业体系、海量的应用场景、坚

实的人才基础以及新型举国体制的制度优势,通过非对称竞争这一底层思维逻辑实现集成电路制造

技术突围和国产替代。为此,需进一步强化顶层设计、发挥新型举国体制优势以强化 “卡脖子”产

品国产替代的制度保障,加强基础研究以夯实国产替代的技术根基,落实人才战略以增强国产替代

发展源动力,深化开放合作以打造开放型国产替代生态,加大逆周期投资以培育非对称竞争领导

者,紧抓需求窗口以 “划时代产品”牵引国产替代。
[关键词]“卡脖子”产品;技术赶超;国产替代;非对称竞争;集成电路

一、引言

在国际局势急剧变化,技术发展面临外部遏制、封锁和极限施压的严峻背景下,安全成为

维系经济持续发展的关键变量,突破重点产业、重要产品、关键物资的 “卡脖子”困境成为国

家竞争和可持续发展的必然选择。从国家赶超发展的历史来看,先发者往往利用其技术、市场、
规则等优势形成对先进产品的有效控制力,借此对后发者形成 “卡脖子”态势,例如第一次工

业革命期间英国对美国封锁其纺织技术①,20世纪七八十年代美国对日本半导体领域技术封锁

并强迫其签订 “广场协议”。而作为后发者,选择有效的策略破解 “卡脖子”困境以实现技术突

围和国产替代是实现自身赶超发展的必然选择。由于先发者生态位优势,后发赶超者通过跟进

式创新突破 “卡脖子”困境并形成战略均势的对称竞争路径往往被阻断。作为数字经济时代的

战略性产品,集成电路已然成为各国科技角力的一大战略要地。近年来,美国从定点打击中兴、
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华为等重点企业,到不断增加 “实体清单”,再到出台直接遏制我国集成电路产业的国家法案,
美国对我国集成电路产品、技术和人才的全方位封锁和高强度遏制,凸显了集成电路产业对我

国国家竞争力的关键作用。同时,集成电路产业作为数字经济的支柱,其全产业链自主可控是

我国实现科技自立自强的基础保障。① 为此,为保障我国在数字经济时代的安全发展,着眼于构

建和发挥非对称竞争优势突破 “卡脖子”困境,以实现外部遏制情境下的国产替代,具有极为

重要的现实意义。
本文从非对称竞争视角出发,提出了国家竞争视角下技术赶超的非对称竞争策略,并提炼总结

了不同技术追赶位势下国产替代战略的理论分析框架,进而以集成电路为例剖析了 “卡脖子”产品

的典型特征。在此基础上,结合我国集成电路产品被 “卡脖子”的现实和国产替代情境,分析我国

集成电路破解 “卡脖子”困境的非对称竞争优势及其突围方向,最后提出破解集成电路 “卡脖子”
困境并实现有效国产替代的战略思路。

二、基于非对称竞争的国产替代战略:一个理论分析框架

(一)国家竞争视角下面向技术赶超的非对称竞争

技术赶超是后发者 (企业或经济体)追求技术能力提升和竞争力改善的过程或者目标。技术轨

道跃迁、技术范式转换②和产品跳跃升级③均为实现技术赶超的理想途径。常态情况下,技术赶超

表现出技术引进—消化吸收—技术改进进而收敛于技术前沿的过程。④ 例如,Hobday提出后发经

济体从OEM到ODM再到OBM的后发赶超技术学习模型⑤;Mathews&Cho在对韩国半导体产

业赶超分析中指出,组织学习能力是韩国企业实现技术赶超的根本⑥。然而,后发赶超路径经常会

陷入 “追赶陷阱”之中⑦,这其中的重要原因是后发者自身知识分布不均匀、研发方向及技术升级

路线选择高不确定性、知识产权保护不足以及本国人才缺乏等⑧。事实上,除了后发者自身政策、
资源和能力方面的限制外,先发者往往成为阻碍后发者技术赶超的关键力量。一方面,先发者利用

其在底层技术上的优势形塑了技术发展的轨道或者范式,导致后发者始终处于追赶但难以超越的现

实困境中;另一方面,先发者往往会对追赶者采取非经济打压方式,借以阻碍后发者的技术赶超,
甚至会通过限供断供、贸易制裁等方式阻碍后发者的技术进步,这也往往与保护主义交织并成为国

家竞争的重要表现。
为此,基于国家竞争视角下的技术赶超,不仅面临技术赶超本身存在的现实困难,更面临先发

者的打压和遏制,后发者与先发者在技术赶超过程中表现出非对称的竞争。“非对称竞争”最初来

源于生物学演化分析,它也是自然界中万物生长繁衍的常态,植被在陆上和地下竞争性获取阳光和

—34—

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦

⑧

刘建丽:《芯片设计产业高质量发展:产业生态培育视角》,载 《企业经济》,2023 (2)。

G.Dosi.“TechnologicalParadigmsandTechnologicalTrajectories:ASuggestedInterpretationoftheDeterminantsandDirections
ofTechnicalChange”.ResearchPolicy,1982,11 (3):147 162.

邓向荣等:《非连续性技术创新理论研究新进展》,载 《经济学动态》,2022 (1)。

L.Kim.“StagesofDevelopmentofIndustrialTechnologyinaDevelopingCountry:A Model”.ResearchPolicy,1980,9 (3):

254 277.
M.Hobday.“InnovationinEastAsia:DiversityandDevelopment”.Technovation,1995,15 (2):55 63.
J.Mathews,andD.Cho.“CombinativeCapabilitiesandOrganizationalLearninginLatecomerFirms:TheCaseoftheKorean

SemiconductorIndustry”.JournalofWorldBusiness,1999,34 (2):139 156.
黄先海、宋学印:《准前沿经济体的技术进步路径及动力转换———从 “追赶导向”到 “竞争导向”》,载 《中国社会科学》,

2017 (6)。

G.DutrÉNit.“BuildingTechnologicalCapabilitiesinLatecomerFirms:AReviewEssay”.Science,TechnologyandSociety,

2004,9 (2):209 241.



刘建丽等:基于非对称竞争的 “卡脖子”产品技术突围与国产替代

养分,本身就是非对称竞争,同类生物的非对称竞争更多涉及资源分配的规模非对称性,而不同品

类动植物之间的非对称竞争,则表现为基于需求差异的共生演化关系。① 及至动物之间弱肉强食的

竞争,都是建立在各种动物扬长避短发挥自身特殊优势的基础上,从而衍生出人类所理解的 “策
略”问题,例如不善于长途奔跑的动物,都具有在隐蔽处快速出击伺机猎食的本领。

得益于生物学家对物种非对称竞争的启示,“非对称”概念被用于经济学的博弈分析模型②以

及企业战略决策尤其是营销领域的定价决策等问题的分析中③。在博弈分析中,非对称竞争首先来

源于信息的不对称,而参与者在博弈过程中事实上处于非对称的竞争状态。除了信息不对称之外,
资源和能力的不对称成为战略管理学者研究的重要关注点,这也引出了基于资源基础理论、动态能

力理论等企业竞争战略的基本观点。在战略管理领域,“非对称竞争”更多的是指企业在资源和能

力相对于领先者处于劣势的情况下,通过非对称优势的建立和聚焦,完成超常规增长和赶超的一种

模式。非对称竞争战略并非要规避领先者而去寻找蓝海④,而是要聚焦自身能力和所能动用的资

源,找到一条非常规的赶超路径,这一路径可能是基于产品创新、技术创新、商业模式创新或其组

合。差异化通常被认为是非对称竞争的一种手段,但差异化远远不能涵盖非对称竞争战略的全部内

容。差异化更多的是产品层面的竞争策略,而非对称竞争更多的指向底层思维逻辑,是通过对多种

资源和策略的组合而另辟蹊径,最终避免与现有对手直接竞争或者实现不竞争的状态。
延伸到国家战略层面,“非对称竞争”被应用于军事和科技竞争领域,多数时候可以理解为依

靠独特优势规避常规竞争的策略,例如,当时美国与苏联之间的军备竞赛,苏联被认为采取了非对

称竞争的策略发展其新式武器,因为跟随美国技术路线是难以超越其技术水平的。在政治学领域,
有学者用 “非对称竞争”概括印度与中国竞争时的战略选择。⑤ 最近美国智库 “中国战略组”
(ChinaStrategyGroup,CSG)在一份题为 《非对称竞争:应对中国科技竞争的战略》的报告中指

出,“非对称竞争”是美国应对中国科技崛起的重要战略。可以看出,在国际战略层面,“非对称竞

争”不仅被用于分析后发国家的赶超战略,也被用于探究领先国家的保持和防御战略。
在国家竞争成为技术赶超的内生特征之后,技术赶超就不再是传统意义上的市场竞争范畴,后

发者需要审视自身能力,形成能够制衡先发者打击的非对称优势,在竞争过程中形成战略均势,以

避免被先发者 “卡脖子”进而导致技术进步的路径被阻断。
(二)国产替代战略

在国家竞争中,先发者出于阻断后发者赶超的目的,往往会针对重点产业、重点领域对后发者

实施 “卡脖子”策略。同时,为了维持其在核心产品上的领先优势并攫取在全球产业链分工中的高

附加值,先发者往往会将具有较高技术水平、在产业中位置重要的产品在全球范围内分工和销售。
这些具有高附加值、高技术水平、高产业影响力的产品就是 “卡脖子”产品,通常也是那些具有较

远创新距离的核心创新产品。对于后发国家来说,保障 “卡脖子”产品的有效供给,不仅体现了其

在创新赶超中的能力进步,更重要的是要保证在产业竞争和未来竞争优势获取中的经济安全。为

此,实施国产替代不仅是保障一国在全球贸易中相对优势地位的选择,也是维系国家安全的必然
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选择。
“国产替代”不是一个纯粹的经济学或者管理学概念,它可以被理解为一国在全球竞争态势下

采取的对系统性产品和技术的自主替代战略,通常被应用于后发国家的赶超情境中。从理论演进和

历史事实的双重视角来看,国产替代的理论渊源可追溯到 “进口替代”概念,即后发国家为保护本

国幼稚工业而采取关税、配额和外汇管制等严格限制进口的贸易保护战略①,借以实现从传统农业

国向现代工业国转变。事实上,美国、德国、日本、韩国等都得益于本国政府对幼稚产业的保护而

走向工业强国。但是,也有一些国家 (例如哥伦比亚、肯尼亚)在幼稚产业保护战略下陷入了 “李
斯特陷阱”。② 总体来看,成功的国产替代战略往往是后发国家发挥自身比较优势尤其是劳动力成

本优势 (例如第二次世界大战后日本的纺织产业、钢铁产业、电器产业、汽车产业、半导体产业)
和把握全球产业转移的重大机遇 (例如韩国在20世纪70年代美国打压日本的背景下大力发展半导

体产业),实现自主工业制成品对进口产品的有效替代,最终摆脱了自身作为落后农业国和原材料

供应国的地位。
然而,随着深度全球化所带来的国际分工进一步细化,传统基于产品层面的国产替代战略在高

度复杂、产业链循环全球化的工业品或者资本品中难以实现,这就衍生出针对战略性新兴产业和新

兴技术的自主创新和赶超战略,这也成为国产替代战略的第二个理论来源。赶超战略的核心是技术

的赶超,通过引进、模仿、吸收和再创新,利用后发优势可以实现技术追赶。③ 然而,过度依赖技

术引进容易陷入 “比较优势陷阱”,后发国家会因为均衡技术差距成为永久的追随者④,技术上的

赶超只可能发生在先发者战略失误或者新机会窗口出现时⑤。为此,后发国家在与先发国家技术创

新能力接近时,往往会从模仿主导的创新向自主创新模式转变⑥,其中典型的是日本追赶美国半导

体行业发展的超大规模集成电路计划,通过政府、协会和企业结合的 “官民协调方式”,实现了日

本在动态随机存储器 (DRAM)领域直至20世纪80年代中期前的持续领先⑦。赶超战略是进口替

代战略的进一步升级,它不仅为农业国的工业化创造了条件,更重要的是为后发国家向产业链高端

环节攀升创造了条件。
无论是基于贸易保护的国产替代,还是基于技术赶超战略的国产替代,都是后发国家基于自身

特点和发展阶段的现实选择。但从先发国家角度来看,利用自身的技术和资本优势对潜在竞争对手

实施 “定向狙击”,或者利用自身的军事和外交力量直接干预,以制约国家赶超并将其锁定在全球

价值链的低端已成为常态。从美国自20世纪70年代开始对日本发起的贸易战,到近年来的中美贸

易摩擦,都凸显了先发国家对后发国家赶超战略采取的直接压制、经济封锁等经济霸权行为。这种

行为尽管很多时候披着自由贸易的外衣,但已经成为全球自由贸易和经济稳定性的重要威胁,对后

发国家安全产生重要影响。⑧

基于赶超战略的国产替代本质上是国家主动干预经济和培育创新系统以避免其他国家对本国经

济安全和国家安全造成威胁的重大战略选择,是技术发展过程中政府干预模式和市场经济模式的有

机融合,其根本目标是维系本国产业和经济发展的连续性。在一般情况下,国产替代通常意味着自
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宋华、杨雨东:《中国产业链供应链现代化的内涵与发展路径探析》,载 《中国人民大学学报》,2022 (1)。
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主技术突破和技术赶超。在受到技术封锁和产业链脱钩威胁的情况下,国产替代由效益逻辑转向安

全逻辑。① 国产替代战略的根本动力依然是市场,但政府可以在关键核心技术、关键原材料、关键

元器件、关键产品的供给方面发挥强有力的作用②,而且,在不破坏市场机制根基的前提下,政府

的选择性产业政策可以与产业竞争战略形成正向互补③。在市场投资不足、需求较弱或产业主体动

力不足的情况下,推进国产替代需要有效市场和有为政府的有机融合。④

进入新时代,我国发展战略和创新战略的演进为国产替代赋予了更高的立意和价值追求。以

习近平同志为核心的党中央创造性地提出以人民为中心的发展思想,从根本上跳脱出对抗和竞争思

维,以此为指导,技术创新是为了最大限度满足人民美好生活需要。在国家战略科技力量部署之

下,如果某一产品实现了技术赶超,则国产替代顺理成章,国外技术 “用弃由我”,国产替代由效

益逻辑和安全逻辑上升到综合价值逻辑,此时国产替代为硬替代。如果某产业技术遭遇外部阻碍

且技术代差明显,短期内无法实现技术赶超,则国产替代仍然可能通过降级替代或适用性技术

的应用实现,即实现软替代。软替代是在外部封锁情况下的自主替代策略,一旦外部封锁取消,
软替代产品由于不具备技术领先性,仍有可能被国外领先产品所取代,此时,国产替代存在系

统失败和成本沉没风险。还有另外一种情形,那就是通过竞争性技术路线的引入,实现技术变

轨基础上的国产替代,此种替代也属于硬替代。对于竞争性技术路线和折中策略的选择,显然

属于非对称竞争战略的范畴,这恰恰是我国集成电路制造技术突围所面临的竞争情境。无论如

何,由于技术的规模效应和锁定效用,国产替代很难通过企业自发地在一国范围内推进,此时

国家干预是必要而可行的。
(三)依托非对称竞争优势实现 “卡脖子”产品国产替代的理论分析框架

某一领域实现国产替代的直接表现是自主产品可应用,至于技术路线则是隐含在产品底层的实

现路径。从技术创新角度来看,国产替代是结果而非终极目标。在极端情况下,有产品可用是底线

目标,此时国产替代遵从 “白猫黑猫论”,不管用什么方式能够生产出可用产品就是好的策略。从

技术赶超的路线图来看,一种是产品锚定的,也就是韩国学者金麟洙在描述韩国企业技术赶超时所

遵循的理论框架⑤,他研究发现,韩国企业的技术赶超分为引进产品和技术、基于模仿的自主产品

开发和自主创新三个阶段。其中的第一阶段 “反求工程”是非常重要的技术学习机制,企业在没有

取得产品设计或流程蓝图的情况下,尝试去制造与世界市场上某件产品相似的产品,这就是锚定一

种产品,试图摸索出其工艺技术,从而实现自主技术突破。也有学者研究了后发国家特定产业的技

术赶超路径问题,例如,Lee&Lim认为,后发国家技术赶超路径可以分为跟随型、跳跃型和创造

型。⑥ 技术赶超路径的选择需要结合具体产品 (功能意义上同类制品)的技术范式和技术经济特

征,例如,在逻辑芯片领域,即便技术代差很小,路径跳跃仍然很难发生,因为每一代工艺技术的

革新都伴随大量诀窍知识的断层跃迁,在大量技术黑箱存在的情况下,自主知识的连续积累很难实

现路径跳跃。在同一技术路线下,路径跟随是难以实现技术赶超的。从非对称竞争思路出发,可以

从 “产品—技术路线”组合的差异化视角进行技术赶超的竞争战略分析 (如图1所示)。
在外部产品和技术封锁的情况下,与技术赶超相关的两大因素是确定的:一是国内市场是确定
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③
④
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王昶等:《任务导向型创新政策:框架、理论与实践》,载 《科学学研究》,2023 (1)。
吕铁、贺俊:《政府干预何以有效:对中国高铁技术赶超的调查研究》,载 《管理世界》,2019 (9)。
贺俊:《新兴技术产业赶超中的政府作用:产业政策研究的新视角》,载 《中国社会科学》,2022 (11)。
刘建丽:《有效市场与有为政府———兼论中国特色社会主义市场经济》,载 《中国劳动关系学院学报》,2021 (1)。
金麟洙:《从模仿到创新:韩国技术学习的动力》,新华出版社,1998.
K.Lee,andC.Lim.“TechnologicalRegimes,Catching-upandLeapfrogging:FindingsfromtheKoreanIndustries”.Research

Policy,2001,30 (3):459 483.
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图1 基于非对称竞争优势实现技术突围和国产替代的战略选择

的,在国外先进产品断供的情况下,只有通过自主技术研发来填补国内市场需求;二是在特定时点

的国内外技术差距是确定的,技术突围的首要目标并非追赶或赶超国际前沿技术,从产业安全角度

来看,能够生产可用产品才是底线目标。此时采取什么样的技术突围策略,是基于对 “卡脖子”产

品的特征分析,包括产品技术特征、产业链特征、产品安全特征和产品市场特征,在综合各种因素

的基础上,可以有四种 “产品—技术路线”组合策略,这四种策略从技术赶超角度分别对应跟随战

略、回退战略、平行战略与变轨战略。

三、“卡脖子”产品典型特征:以集成电路为例

(一)“卡脖子”产品的典型特征

“卡脖子”是一个隐喻概念,脖子是肢体上连接大脑和身体的枢纽,若被卡则面临窒息乃至死

亡的危机。根据这一隐喻,衍生出 “卡脖子”技术和 “卡脖子”产品两个广受关注的概念。“卡脖

子”技术被视为一种战略技术①、关键核心技术②,而依托 “卡脖子”技术形成的产品即 “卡脖

子”产品。“卡脖子”产品具有本体重要性及其在产业链供应链的关键性双重特征,前者表现出基

础研发投入高、多主体参与、技术与市场高度交融等技术特征,后者表现出领先者的主导优势、后

发者自主可控难度高、产品影响范围广泛、产品开发风险高等安全特征。
技术层面上,关键核心技术、系统整体性技术和关键应用技术等③共同构成了 “卡脖子”产品

的技术内容,其背后需要强大且持续的基础研发投入、有效的科研组织管理体系、大规模和重复的

市场应用等。“卡脖子”产品往往是复杂产品,难以通过逆向工程实现,其工艺流程所需要的基础

理论和默会知识来源于长期持续的基础研发投入,需要在传统研究开发的基础上形成创新系统。④

安全层面上,“卡脖子”产品往往是战略性产业的基础零部件或者中间品,或者在产业链的多个环
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②

③
④

郑国雄等:《基于德尔菲法和层次分析法的 “卡脖子”关键技术甄选研究———以生物医药领域为例》,载 《世界科技研究与发

展》,2021 (3)。
汤志伟等:《中美贸易摩擦背景下 “卡脖子”技术识别方法与突破路径———以电子信息产业为例》,载 《科技进步与对策》,

2021 (1)。
宋立丰等:《基于重大科技工程的 “卡脖子”技术突破机制研究》,载 《科学学研究》,2022 (11)。
王伯鲁:《当代科学技术及其实践基础演进剖析》,载 《中国人民大学学报》,2021 (6)。
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节被广泛使用,断供将会引起极为严峻的经济后果和安全后果。从市场结构来看,“卡脖子”产品

所在的全球市场通常被少数公司垄断。领先者往往掌握着底层技术并在技术变迁过程中保持相对稳

定的控制力,赶超者寄希望于短期可控十分困难。从产业链关联来看,“卡脖子”产品的产业链条

长,通常在产业体系中处于牵一发而动全身的关键节点地位。与 “关键产品”不同,“卡脖子”产

品往往是系统工程产品,需要 “政产研用金”等多种主体广泛参与,形成供需双向牵引、多元创

新、快速迭代的多主体协同生态网络。
(二)集成电路产品的 “卡脖子”特征

集成电路产品是数字经济的 “底座”和 “根技术”,是数字经济时代典型的 “卡脖子”产品,
技术复杂度高、安全涉入面广、市场垄断度高、产业关联性强。参见下表。

 表 集成电路作为 “卡脖子”产品的多重特征

维度 主要特征

技术

技术高度复杂:高端制造业的 “皇冠”,工艺极度复杂,存在较多技术黑箱;交叉学科,知识
基础复杂
创新投入大:研发投入大,芯片制造被誉为 “吞金兽”,流片成本高昂
工艺开发周期长:每一世代技术需要投入数年研发、验证

安全
使用领域广泛:各类电子终端、基础工业、命脉产业、国防
关乎未来竞争主动权:未来产业的技术 “底座”

市场结构 领先者垄断:典型的寡头垄断

产业链关联
产业链条长:前端及主体产业工具软件—设计—制造—封测—应用链条长
网络关联广:材料、设备支撑体系庞大,基础研究、应用研究创新主体众多
带动作用强:传统工业智能化;新兴产业人工智能、5G通信、虚拟现实等

技术层面,集成电路属于典型的高复杂产品。一是集成电路制造被誉为高端制造业的 “皇冠”,
工艺流程极其复杂,标准流程主要工序几百道。在制造的各个环节,默会性工艺知识和技术黑洞大

量存在。集成电路产品知识基础高度复杂,其生产过程不仅需要经典的物理、化学、数学等基础理

论,更依赖于量子物理、神经网络、微电子、光电子等学科的发展。集成电路产品创新与制造技

术、设备及新材料技术相互促进,形塑了集成电路产品的复杂性,例如铜互联工艺、浸入式光刻等

工艺创新推动了产品的进步,而高端制程产品的研发又推动了光刻设备、新型材料研发等基础技术

的进步。二是集成电路产品的研发和制造需要高额资金投入。当前,6纳米制程的芯片设计费用需

要6亿美元以上。制造环节更是 “吞金兽”,目前新建一个12英寸的先进晶圆厂所需投资超过60
亿美元。三是集成电路制造工艺开发周期长,虽然摩尔定律揭示了芯片工艺技术革新的速度,但芯

片工艺绝非一代一代接续开发的,而是在时间上交叠同步推进的,每一代技术研发都需要相当长的

周期。
安全层面,集成电路在数字经济中的基础性地位和当前全球竞争中的 “主战场”地位使得其安

全问题尤为突出。一是作为数字时代的关键核心产品集成电路应用范围极为广泛,不仅在各类电子

终端中广泛存在,还作为基础品和中间品广泛应用于生产的各个领域,尤其是在关系国计民生的基

础工业和国防工业,集成电路承载着海量数据和保密信息。二是集成电路决定着智能产业的基础能

力和未来产业的核心能力,其自主可控程度不仅决定着当前产业安全的程度,也关系着未来一国的

经济安全和全面安全。
从市场结构来看,集成电路产业链上的主要设备、材料和高端制程产品制造都是典型的寡

头垄断市场。当前先进技术节点工艺制程掌握在少数几个公司手中。14纳米制程技术只掌握在

6家企业手中,分别是台积电、三星、英特尔、格罗方德、联华电子和中芯国际,5纳米和3纳

米制程节点则仅剩台积电、三星两家竞争。先进制程的领军企业在技术研发上投入大量资本,
无疑需要通过垄断全球市场份额来获得资本回报,通常采取多重措施进行技术保密。例如,台
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积电在南京的晶圆厂,将90%芯片制造数据存在本地服务器,但把10%最敏感芯片技术数据存

在中国台湾地区。这种关键核心技术被 “寡头俱乐部”掌控的情况,增加了生态领先者通过联

盟控制产业链技术的可能。
从产业链关联来看,集成电路产品的生产制造过程是各类市场主体、创新主体融合促动的过

程,集成电路产品的设计、制造、封测过程,以及用于生产集成电路产品的材料、设备、EDA软

件、IP核等,集聚了大量的企业和研发机构,并且在此过程中政府不同程度地通过政策工具干预

甚至直接介入其中,一些标准化组织等中间机构成为促进各类主体协同合作的重要支持力量。从这

一角度而言,集成电路产品的技术赶超包含了技术体系中单一点位的技术突破和系统协同推进两个

层面的问题。

四、我国集成电路被 “卡脖子”现实与国产替代情境

(一)我国集成电路产品技术竞争力及被 “卡脖子”现状

集成电路产品已然成为数字时代匹敌能源的战略物资,受到各国尤其是领先经济体的高度重

视。总体来看,我国集成电路产品生产和市场规模迅速增长,但也面临严峻的 “卡脖子”困境,其

中尤以先进制造环节最为突出。

1.产业规模快速增长但自主产能严重不足,制造成为被 “卡脖子”的主要环节

根据中国半导体行业协会的数据,2013—2021年,我国集成电路销售额从2508.5亿元增长到

10458.3亿元,年均增速19.54%,远超全球同期增速。但是,我国集成电路自主产品的全球市场

份额依然较低,2004—2020年,中国产品全球市场份额从0.5%上升至5%,与美国、日本、欧

盟、韩国47%、10%、10%和20%的全球份额相比占比极低,制造仍然是我国集成电路产业协调

发展的瓶颈和制约环节。面对未来芯片需求的爆发式增长,中国芯片自主产能的缺口将会更大。

2.高端逻辑芯片与前沿技术水平代际差距在拉大,是被 “卡脖子”的主要产品领域

以产品用途来区分的三大类芯片中,逻辑芯片尤其是先进制程逻辑芯片是被 “卡脖子”的主要

产品。相对于逻辑芯片,存储芯片由于单元可复制特性,其制造工艺复杂度相对较低,是国内最有

希望率先实现制造技术赶超的芯片品类。模拟芯片的制造不受制于摩尔定律而更多依赖于工程师经

验,产品周期相对较长,产品细分种类众多,应用场景非常丰富,在有效的应用牵引之下,高端模

拟芯片与世界领先水平差距有望不断缩小。相较之下,高端逻辑芯片制造需要更加复杂的工艺技术

和高端设备,技术黑箱更多。在美国当前的阻遏政策之下,在摩尔定律支撑的技术轨道上这一差距

正在拉大,目前已落后至少三个世代,我国在短期内顺应摩尔定律突破逻辑电路的前沿制造技术困

难较大。
(二)集成电路制造技术突围及国产替代的现实情境

从 “卡脖子”技术和安全两个维度的特征来看,我国集成电路尤其是制造环节被 “卡脖子”,
国产替代面临特定的技术和时代情境,正视这些情境是开展非对称竞争的逻辑起点。

1.技术环境更趋复杂:巨复杂系统的技术突破面临诸多不确定性

集成电路制造技术发展到今天,不断挑战微观世界物理极限的工作几乎成为 “少数天才们的游

戏”。芯片制造作为微观世界的精细加工工艺,在整个工艺流程中默会性诀窍知识不计其数,过程

控制的复杂性导致后来者很难通过逆向工程解决技术难题。同时,成熟制程技术向先进制程技术的

跃迁并不是基于技术累积的渐进式创新,而是包含众多技术节点的颠覆式创新过程,例如,8英寸

转向12英寸生产线,并非简单的规模扩充和生产线改进,12英寸晶圆厂对代工企业厂房洁净室清

洁度及设备设计精密度的要求很高,光刻的多个环节都包含技术轨道的断层跃迁,后来者很难打破

先发者优势。
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2.竞争环境骤变:全球自主产业链竞争升级和美西方战略遏制政策阻滞我国技术追赶

对于集成电路这一战略性产业,近年来各国对产业链自主性的关注达到前所未有的程度,例如

美国通过的 《2022年芯片和科学法案》提供约527亿美元支持集成电路产品在美国制造,欧盟通

过的 《欧盟芯片法案》拟提供430亿美元的资金支持芯片的先进制造,韩国发布 “K半导体战略”
完善本土芯片供应链尤其是提升逻辑芯片全球份额,日本政府已批准148亿美元资金用于建立先进

半导体生产线等相关内容。同时,美国联合盟友对中国集成电路产业实施断链脱钩和全面战略遏制

导致我国集成电路产业关键核心技术面临升级受阻风险。

3.产业生态处于从属地位:底层技术突破面临先行者的生态壁垒和专利高墙

集成电路涵盖了从基础研究、应用研究到创新成果转化以及产业化的过程,除了我国在市场应

用规模上具有优势之外,美国在创新链多数环节保持绝对的控制力,尤其是在决定未来产业竞争优

势的基础研究领域,美国仍然在全球居于绝对领导地位,在此环节我国与美国差距巨大。过去25
年美国在三大最重要行业学术会议上发布的论文数量在全球遥遥领先;美国依靠全产业链的技术统

治力处于全球产业生态顶端,除了EDA软件和操作系统之外,美国还拥有除光刻机以外几乎所有

主要设备的生产能力,这些领域正是我国被 “卡脖子”的技术领域。我国在上述领域作为后发赶超

者要实现技术突围和商业化成功,最大的困难不在于技术创新本身,而在于对全球生态壁垒的有效

突破和新生态体系的形成。

4.产业支撑能力不足:我国自主产业链打造仍需补齐较多短板

受到美国 “断供禁令”影响,2020年9月15日后台积电无法继续为华为代工生产芯片,中芯国

际要为华为代工生产芯片,就必须依托非美国的设备和材料,而我国芯片产业核心设备和材料的国产

化仍然面临较多困难。以关键设备光刻机为例,我国上海微电子装备 (集团)股份有限公司 (下文简

称上海微电子)能够生产的最先进设备为90纳米光刻机,而阿斯麦已经能够提供5纳米、3纳米光刻

机,技术差距非常大。我国芯片产业被 “卡脖子”的另一个重要环节是硅晶圆与其他关键材料,目前

在整个半导体领域的19种关键材料中,有14种日本的产能占了全球50%以上,日本在材料工业的传

统优势为后进入者筑起了很高的技术壁垒,中国要实现材料技术的完全自主可控难度非常大。

5.协同创新治理体系待完善:国产替代缺乏有效的战略统筹

关键核心技术突破必然是贯穿于全创新链的系统集成创新过程。① 美国对我国高科技企业的断

供制裁客观上为我国实施系统性国产替代创造了机会窗口,但当前通过市场自发力量所推进的国产

替代,具有力量碎片化、协同性差、系统内耗散的特征。首先,从产业安全视角出发,对于已经被

“卡脖子”的技术和产品,如何组织国内产业链相关企业进行协同攻关还需要研究。其次,对于国

外当前没有完全断供的产品,如何协调不同企业行为,增强战略一致性,还缺乏相应的战略谋划和

治理机制。调研中发现,很多企业由于资金、时间、使用习惯等替代转换成本高,国产化替代意愿

不强。有封测企业反映,为国产设备提供试验机会是具有行业正外部性的行为,企业如果无法获得

额外激励则没有动力进行这样的尝试。最后,从长期来看,国产替代需要国家战略指引。如果缺乏

顶层设计,一旦美国采取 “时断时供”策略,将大大破坏我国自主技术创新和国产替代进程。

五、破解集成电路 “卡脖子”困境的非对称竞争优势及技术突围方向

(一)我国集成电路突破 “卡脖子”困境的非对称竞争优势

我国在集成电路产业也具有独特的优势。完善的产业体系和海量的应用场景,不仅为集成电路
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① 胡登峰等:《关键核心技术突破与国产替代路径及机制———科大讯飞智能语音技术纵向案例研究》,载 《管理世界》,2022
(5)。
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制造提供了基础的设备和材料支撑,也从需求端牵引制造的不断扩张和升级;尽管成熟人才相对较

为欠缺,但人才基础和总量的优势为未来发展提供了良好的支撑;更重要的是,我国制度上的优势

尤其是新型举国体制为集成电路的有序突破注入了内在动力。充分发挥非对称竞争优势寻求差异化

发展路径,是我国集成电路产业技术突围的现实选择。参见图2。
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图2 中国集成电路产业的非对称竞争优势

1.相对完善的产业体系为全产业链破解 “卡脖子”困境创造条件

集成电路产业的超长产业链决定了其对设备和原材料的复杂性需求,在极端条件下,我国

具有能够独立建设完整晶圆制造厂的能力,这依赖于我国完善的产业体系和在集成电路产业领

域的长期发展。在设备领域,尽管在先进制程设备等方面我国与美国和日本企业有较大的差距,
但上海微电子等一大批创新型企业分布在光刻、刻蚀、沉积、测量、清洗、离子注入、化学机

械研磨、热处理等设备领域,构筑了我国集成电路制造的设备链。① 材料领域创新型中小企业快

速成长,成为我国集成制造领域国产替代的重要支撑力量。在EDA软件和IP核领域,也有北京华

大九天科技股份有限公司等专注于细分领域的企业能够提供相关支持。相对完善的产业体系,为我

国集成电路产业的国产替代创造了条件。

2.丰富的市场应用场景牵引我国集成电路产业的持续投资和迭代升级

我国已连续十年位居半导体第一消费大国。世界半导体贸易统计组织 (WSTS)最新数据显

示,2021年我国半导体市场规模5559亿美元,占全球市场的34.6%,已连续10年位居半导体第

一消费大国。我国在数字经济领域的发展在全球处于领先地位,大量丰富的应用场景,例如5G、

AI、物联网、大数据、云计算等,不同场景、用途的芯片需求量快速增长,集成电路产业完全有

机会实现基于本土市场的内生化产业技术迭代升级。②

3.坚实的人力资本基础为集成电路制造业可持续发展注入内在动力

人才是集成电路产业发展的根本。尽管行业当前普遍存在人才短缺的现实问题,行业人才缺口

30万人以上,但作为集成电路产业发展的基本人才支撑———我国具有自然科学和工程学博士学位

的学生数量却保持快速增长,从2000年的0.78万人增长到2018年的3.98万人,已接近美国的

4.12万人。从集成电路领域人才的科学技术产出来看,1995—2020年我国学者在国际电子器件会

议 (IEDM)、国际固态电路会议 (ISSCC)和VLSI技术和电路研讨会三大顶级学术会议上的发文

—15—

①
②

李先军等:《我国集成电路设备的全球竞争力、赶超困境与政策建议》,载 《产业经济评论》,2022 (4)。
徐康宁、冯伟:《基于本土市场规模的内生化产业升级:技术创新的第三条道路》,载 《中国工业经济》,2010 (11)。
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量已达到457篇,年度发文量逐步提升,占比从0%提高到10.03%①,位居美国、欧盟、韩国之

后②。此外,近年来在国家政策的大力支持下,一些顶尖院校和产业集聚区新建集成电路学院,未

来将成为集成电路产业发展的重要人才支撑。

4.新型举国体制的制度优势是集成电路产业链国产替代的加速器

随着决策者和业界对集成电路国产替代认识的不断深化,以举国体制来推动集成电路的国产替

代已成为业内共识,这为集成电路产业的发展注入了新动力。一方面,通过有为政府和有效市场的

结合,有效地弥补了集成电路产业的市场失灵问题。③ 例如,在集成电路产业人才培养、基础共性

研发投入、国际合作等方面,政府积极投入以提供公共物品供给,降低企业的外部交易成本;政府

发挥采购功能,为集成电路企业提供良好的市场预期,保障企业的正常生产和有序迭代。另一方

面,在打造原创技术策源地和产业链链长的大好机遇下,国有企业和国有资本可为集成电路产业提

供强大的能力支撑。通过技术转让、建设共性研发平台、牵引产业链上下游有效协同、风险投资或

者股权投资等多种方式,国有企业可以利用自身资本、技术、产业链影响力等方面的优势,支持集

成电路产业的发展。
(二)基于非对称竞争的集成电路制造技术突围方向

在美国、欧盟、日本、韩国在产业链多数环节占据绝对优势和实施外部遏制的现实背景下,只

有通过非对称竞争规避常规竞争的 “围堵陷阱”,采取务实有效的 “产品—技术路线”组合策略实

现技术突围,才能避免因单一产品 “被卡死”而造成系统性风险。基于非对称竞争思路,在常规的

跟随战略受阻且短期内难以突破的情况下,可以采取其他三种技术突围路径。

1.以退为进,通过适用性特色工艺创新实现降级替代或相似功能产品替代

在开放的市场竞争环境中,如果不存在各种技术封锁和贸易壁垒,无政府干预的产品降级替代

难以发生。从应用端企业角度来看,一旦集成产品应用了更高技术世代的芯片,不太可能转而退回

到更低技术水准的替代品。然而,在国际供应链被强行掐断的情况下,“以退为进”也是一种为系

统升级争取时间的现实策略。从我国产业基础出发,鼓励集成电路产业链从单一追求先进工艺向适

用工艺、特色工艺、先进封装并举转变,吴晓波等也认为,我国企业要在FinFET工艺路线上实现

对先进技术的赶超是非常困难的,研究与商业模式创新相结合的替代性、适用性工艺路线是可取的

选择。④ 目前来看,在高端制程芯片领域,一种方向是仍然可以通过以物理空间换性能的策略实现

产品替代,例如以堆叠方式完全可用14纳米的技术实现7纳米芯片的性能。另一种方向是通过先

进封装提升芯片性能,弥补制造环节劣势,这也是当前世界先进封装的演化方向,将一组芯粒

(chiplet)通过先进封装技术组合到一起,可以在不扩大芯片体积的前提下实现先进芯片的性能。
我国在封装环节具有一定的体量和企业优势,通过先进封装技术实现对某些制造技术的替代是切实

可行的。

2.平行备份,通过竞争性技术路线开发实现同性能产品的硬替代

理论上,同样性能的产品完全可以通过不同技术路线实现功能替代,实际上,许多高技术产品

都存在多种技术路线并存的情况,例如在航空航天领域,由于国家战略属性和各国技术高度保密,
在多技术节点的平行技术路线一直存在。在芯片制造领域,FD-SOI一直作为FinFET的竞争性工

艺路线而存在,早期FD-SOI由于衬底制备技术不成熟而被主流厂商所放弃,导致基于FinFET路
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①

②
③
④

数据来源:StiftungNeueVerantwortung.“WhoIsDevelopingtheChipsoftheFuture?”.https://www.stiftung-nv.de/de/pub-
lication/who-developing-chips-future。

曲永义、李先军:《创新链赶超:中国集成电路产业的创新与发展》,载 《经济管理》,2022 (9)。
刘建丽:《有效市场与有为政府———兼论中国特色社会主义市场经济》,载 《中国劳动关系学院学报》,2021 (1)。
吴晓波等:《商业模式创新视角下我国半导体产业 “突围”之路》,载 《管理世界》,2021 (3)。
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线的产业生态快速崛起。后来随着FD-SOI衬底制备技术的成熟和衬底价格的下降,格罗方德、三

星都开始提供代工服务,FD-SOI工艺得到发展。尽管在相似功能目标下,FD-SOI工艺要比Fin-
FET工艺的制造成本和设计成本都低,但由于生态劣势导致其依然在产业体系中处于边缘地位。
对于处于技术追赶阶段的一国创新主体而言,参与竞争性技术路线意味着有机会规避主流技术路线

支配者的 “制空封锁”。即使是在主流技术路线之下,一些关键节点仍然存在大量工艺创新和替代

的机会,例如在铜互联工艺上可进一步开发铋、钴、钌或钼等材料与工艺的创新来提升晶体管连接

效率,包括探索光互连等新的连接工艺。

3.换道布局,以颠覆式创新实现新模态产品对原有产品的硬替代

新工业革命的加速,新技术、新材料的发展和运用为集成电路产业带来了颠覆式创新的机

会,而颠覆式创新往往意味着材料、设备和产品模态的变化。一是推动新材料研发及相应的工

艺流程突破,抢抓新的产品赛道机遇。目前可推进碳纳米管、碳化硅、砷化镓等新材料的产业

化应用以及其他复合材料的实验和中试;在光子芯片、量子芯片、石墨烯芯片 (碳基芯片)等

领域布局优势科研力量,关注颠覆性工艺技术,推动国内研发机构和企业对颠覆性工艺的研究

与开发,抢抓机会窗口①,打破 “光刻机魔咒”。二是深化数字技术在集成电路产品全产业链中的

应用,实现集成电路在数字时代下的换道发展。支持芯片设计企业运用 AI技术在芯片功能布

局、性能预测、性能黑盒和自动化设计等方面的优化,形成对传统EDA巨头已有传统设计路径

的有效赶超。利用AI等新技术,加速化合物半导体材料的分析、识别、筛选、模拟等,加快对

新材料和特殊材料的有效验证。

六、破解 “卡脖子”困境实现国产替代的战略安排

(一)强化顶层设计,积极稳妥推进国产替代战略

进一步完善国家对集成电路等数字产业生态的顶层设计,强化对集成电路有序突破,实现

关键核心技术和部分产品的国产替代。一是强化国家技术竞争战略形成和响应机制,面向形势

研判和重大决策建立 “政企研”联动机制,建立政府部门与重点企业人员、智库专家联动机制,
以精准定位问题、快速形成战略方案。二是从全生态体系视角出发,加快制订关键核心技术清

单,明确不同层次技术的自主可控战略及政府在不同技术攻关中的角色作用,围绕生态主导企

业和关键核心技术种子企业,强化资源、政策和产业链保障,以全产业链自主可控为目标,推

进延链、补链、强链工作。三是搭建创新主体互动交流平台,强化 “官产学研用”各类创新主

体的互动交流、研发合作和行为协调,推动创新网络效能提升;构建融通创新平台推动不同行

业、不同规模企业的知识共享和融通创新;鼓励、引导行业协会推动产业联盟构建,支持风险

投资、科技中介服务组织、创新平台等生态主体的发展。四是创新政策工具,系统推进国产替

代。建立并完善国产化应用风险补偿机制,鼓励企业试用国产装备及核心软硬件,发挥国有企

业在国产应用中的先行示范作用;通过支持创新平台发展,加大对国产替代关键企业的投资力

度和研发补贴,提升产业链的风险共担水平。
(二)发挥新型举国体制优势,破解全产业链贯通的 “不可能难题”
集成电路产业的高度全球化决定了现实中没有一个国家可以实现对全产业链的有效控制,但在

当前 “卡脖子”压力趋紧的背景下,发挥新型举国体制优势破解全产业链贯通的 “不可能难题”,
是深化技术突围、实现国产替代的现实选择。针对创新链产业链的卡点、断点组织优势力量进行
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① K.Lee,andF.Malerba.“Catch-upCyclesandChangesinIndustrialLeadership:WindowsofOpportunityandResponsesofFirms
andCountriesintheEvolutionofSectoralSystems”.ResearchPolicy,2017,46 (2):338 351.
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“重点狙击”式资源投入。强化国家对共性技术平台的财政支持和战略引导,针对芯片设计底层架

构、高端制程制造技术和关键设备,聚合龙头企业、主力研发机构等优势资源进行关键核心技术攻

关;充分发挥战略科学家作用,深化设备和新材料领域的正向工程研究,强化系统性设备技术路线

研究和可行性验证,以链式思维对新材料产业予以政策和金融支持,强化对前沿性制造技术线路的

资本驱动,以此带动材料和设备的颠覆性创新;统筹推进操作系统、开源生态、指令级架构等整体

软硬件系统、用户生态的协同推进,以国有单位采购牵引生态形成。
(三)强化基础研究和落实人才战略,夯实国产替代的技术根基

要破解产品被 “卡脖子”困境,需要进一步强化基础研究,突破底层技术。一是强化创新基础

设施供给,实施国家层面 “创新公地建设战略”,以此牵引带动各类创新基础设施质量效能全面跃

升。建设实验性的融合创新实验室,充分借鉴贝尔实验室运作模式,针对亟待突破的关键核心技术

领域,加大非项目化基础支持力度,使科研人员心无旁骛地进行基础研究和反复试错;以提升共性

技术研究能力和强化技术产业化扩散为两大核心,加快建设央地互补的共性技术研发平台。二是加

速科研体制创新,形成战略科学家成长梯队。坚持评价的长期导向,推动 “从0到1”的突破性创

新成果涌现;提高企业在基础研究中的积极性和参与度,采取灵活的财税优惠政策,例如提高基础

研究税前加计扣除比例,鼓励企业组建研究院投身基础研究;加强战略科学家身份管理,使科学家

在各类企业和科研机构能够享受同等退休待遇。三是创新体制机制,推动产学研合作研究。以共性

技术平台为依托,鼓励高校、科研院所与企业联合进行应用基础研究,抢占关键节点技术路线标准

话语权。尤其是在被 “卡脖子”的关键技术领域以及量子计算、量子通信、神经芯片、光子芯片、
类脑智能、DNA存储、存算一体等前沿技术领域,鼓励企业与高校和科研院所联合攻关,推动关

键核心技术获得底层突破。
(四)加大逆周期投资,培育非对称竞争领导者

无论是从技术复杂度、规模经济要求还是资本投入规模来看,集成电路产业的主要玩家都是行

业的龙头企业。因此,为从根本上保障我国集成电路的国产替代,需要培育行业龙头企业,使其真

正成为行业的引领者和产业生态的维系者。以存储芯片为例,韩国和日本是存储芯片产能大国,日

本铠侠通过与美国西部数据公司的紧密关联,锁定相当的市场份额,韩国的三星和SK海力士通过

技术优势和现金流优势,惯于使用价格手段对竞争对手进行打压。我国存储芯片技术在某些领域已

经达到国际领先,要在整体技术上继续赶超世界先进水平,需要持续加大对国内技术领先企业的资

本支持,尤其是在低价格周期内,更需要加大对龙头企业的持续支持,以抵御韩国发起的低价格周

期冲击。与此同时,要善用反垄断工具和行业规制手段,引导行业领导者发挥培育创新主体、拉动

行业联盟、优化行业生态的积极作用,避免龙头企业通过技术垄断压缩中小企业生存空间,培育形

成大中小企业协同创新、融通发展的良好产业生态。
(五)深化开放合作,打造开放型国产替代生态

国产替代并不意味着封闭发展,其核心是在全球创新生态中通过国际合作提升本国的自主可控

能力和竞争力。一是深化技术标准的国际合作,推动数字技术及相关产业的全球标准参与与合作。
二是增加与跨国公司的横向与纵向合作,鼓励企业以专利相互许可等方式强化与国际产业网络的相

互嵌入,依靠超大规模市场优势积极推动竞争性技术路线的落地和推广。三是鼓励学术机构和大型

企业的研究者和从业者进行国际知识交流与合作。四是坚持开放市场、寻求国际产能合作,提升我

国在国际产业生态中的话语权。坚持向各国企业开放市场,防范产业过度保护所带来的 “加拉帕戈

斯化”。① 五是鼓励外资制造企业进入中国投资,提升集成电路本土供给率。在美国大力吸引台积

—45—
① 李先军、刘建丽:《中国集成电路产业发展:“十三五”回顾与 “十四五”展望》,载 《现代经济探讨》,2021 (8)。
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电和三星等领先企业赴美落地投资的背景下,需要高度重视稳定、吸引外资制造项目,通过外资对

中国本土产业链的嵌入,提高中国对国际产业链的参与程度和控制程度。① 在争取台积电这样的企

业增加在大陆产能布局、尽可能争取高端制程产线落地的同时,对于成熟制程产线也无须担心其对

本土产能的挤出,应确保外资政策的相对稳定和地方承诺的兑现。
(六)紧抓 “划时代产品”需求窗口,以场景创新和应用示范牵引国产替代

深化 “划时代产品”的研发和供给以形成对集成电路需求的有效牵引,加快汽车芯片、穿戴设

备芯片、物联网传感器、抗辐射航空航天芯片开发,以充裕的应用场景来牵引芯片产业的后发赶

超。一是以智能汽车这样的 “划时代产品”为载体推动数字技术融合创新。打破行业壁垒,促进不

同行业市场主体开放交流;搭建融通创新平台,推动创新应用示范;采用财政补贴、税收优惠等手

段强化企业创新激励。二是强化政府及国有企业的领先用户身份,通过政府采购牵引创新突破和技

术迭代。面向促进创新和保障数据安全双重目标,创新政府采购制度,针对关键核心技术清单和具

有重大创新价值的企业和项目,以及包含关键技术的市场引入期产品,强化政府采购的支持作用。
三是培育人工智能、虚拟现实等新兴技术的应用场景,以国产芯片应用示范工程为抓手,强化新场

景新应用对集成电路国产替代的牵引。

TechnologicalBreakthroughandtheSubstitutionof
KeyProductswithDomesticallyMadeKindsontheBasisof

AsymmetricCompetition:TakingtheICIndustryasanExample
LIUJianli,LIXianjun

(InstituteofIndustrialEconomics,ChineseAcademyofSocialScience)

Abstract:Integratedcircuit(IC)productsarethetypicalkindofkeyproductsintheageofdigital
economy.Facingthebarriersofunderlyingtechnologyandthecutofsupply,thebreakthroughof
keytechnologiesisdifficulttomake.Currently,therearemanyproblemsintheindependentindus-
trialecosystem,andthereisalackofeffectivecoordinationdomesticallyforthereplacementoffor-
eignproducts.AchievingbreakthroughinICtechnologyanditsdomesticmanufacturingunderthe
logicofasymmetriccompetitionshouldbebasedonasoundindustrialsystem,plentyofapplica-
tion,bighumanresourcepool,andanadvancednationwidesupportingsystem.Tothisend,itis
necessarytofurtherstrengthenpolicy-makingfromtheabove,leveragetheadvantagesofthenew
nationwidesupportingsystemtoensuretheinstitutionalguaranteefordomesticmanufacturingof
keyproducts,strengthenbasicresearchtoconsolidatethetechnologicalfoundation,implement
strategiestoattracttalentsinordertoenhancethedrivingforceofdomesticmanufacturing,deepen
openpolicytocreateagoodecosystemofinternationalcooperation,increase“countercyclical”in-
vestmenttocultivateleadersof“asymmetriccompetition,”andalsograsptheopportunityofcon-
sumptiontotaketheleadtomakekeyICproductsinordertoreducethedependenceonimportation.
Keywords:Keyproducts;Technologicalcatch-up;Domesticsubstitution;Asymmetriccompeti-
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